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Zielsetzung: 
Die fortschreitende Entwicklung im Bereich der Halbleiter hat dazu geführt, dass die Verbindungen von 
Recheneinheiten untereinander oder zu Speicherbausteinen die Leistungsfähigkeit des Gesamtsys-
tems begrenzen. Glassubstrate werden als eine Kerntechnologie für die Lösung dieser Probleme gese-
hen, da sie im Gegensatz zu herkömmlichen organischen Substraten mit kleinsten geometrischen To-
leranzen hergestellt werden können, bessere elektrische Eigenschaften bei hohen Frequenzen aufwei-
sen und in ihrem thermischen Ausdehnungskoeffizienten gut an beispielsweise das Silizium der Chips 
und Chiplets angepasst werden können. Weiterhin sind Glassubstrate wesentlich billiger als Silizi-
umsubstrate. Während viele bereits etablierte Prozesse bereits auf Glassubstrate angepasst werden 
konnten, besteht vor allem bei der Konfektionierung – dem „Zurechtschneiden“ – Entwicklungsbedarf. 
Die durch Trennprozesse entstehende Kantenqualität ist von entscheidender Bedeutung, da dort vor-
handene Mikrorisse in nachfolgenden Prozessen zum Glasbruch führen können.  
 
Für die Inspektion der hergestellten Kantenqualität soll ein Aufbau 
entwickelt werden. Dabei müssen verschiedene Herausforderungen 
beachtet werden, beispielsweise eingeschränkte Sicht durch vor-
handene Schichten auf der Substratober- und -unterseite. Da Glas-
substrate in unterschiedlichen Dicken (30 µm bis >1 mm) und ver-
schiedenen Außenabmaßen (<1 cm bis >5 cm) von Interesse sind, 
muss der Prüfaufbau außerdem gut anpassbar sein. Dies betrifft so-
wohl die Substrataufnahme als auch beispielsweise die Vergröße-
rung. Weiterhin sollen durch Polarisation Stressfelder und Risse 
sichtbar gemacht werden können, um den sich über Teilprozesse 
hinweg aufbauen Stresszustand überwachen zu können. 
 
Folgende Teilaufgaben sind zu lösen:  
1 Literaturrecherche und Erstellung des Lastenheftes  
2 Variantenentwurf 
3  Herstellung des Aufbaus  
4  Durchführung von Funktionstests  
5 Dokumentation der Ergebnisse und Erstellung  

einer Nutzungsanweisung / von Nutzungshinweisen 
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Beispielbild eines Aufbaus zur Inspektion 
von Through-Glass Vias, entnommen aus [1] 
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